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• 内存条正确安装步骤

– 正确/错误 内存条操作
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简介 (关于人为损坏)

• 透过我们长期对产品故障原因的统计与分析，大多数的内存条不良原因都可以确认来自于不正确的操
作方式与夹具使用所造成。而这一类的因素都会导致产品即刻或在未来任意时间发生失效或产生部分
功能故障。

• 随着技术的进步，内存条使用的组成元件都变得更小、更薄，电路布局也更密集且复杂，内存条运作
速度也在不断提高。这些技术进步导致细微的损伤造成的失效表现更加的明显。因此，所有的产品都
建议更小心的处理及使用，以防止任何细微的损坏发生。

• 例如RDIMM、VLP系列的产品，布局更密集，元件也更多，空间变得更紧凑。举例来说，VLP的宽度
只有常规产品的一半，因此更容易在操作中接触到元件本身。这可能会导致操作中产生各种类型的损
坏，而这类型的损坏通常也不一定能依靠目视察觉。部分细微的损坏更需要在长时间使用后或是只在
特定条件下才会显现，最终导致产品出现明显故障。

• 此外，在内存条使用中，来自静电的损坏也是很常见的。如果产品遭受到静电伤害，通常都会导致极
为严重的故障。因此，所有产品在使用时都建议在具有静电防护的环境中操作，例如操作人员佩戴防
静电服装，或相对应的静电防护设备，防止来自静电的损伤。

• 本指南书将介绍一些因不当操作和夹具所造成的物理损坏案例。这些案例都是由长期大量的调查与实
验确立，主要的目的是用来减少因为操作不当而导致的产品损坏，有助于保持安全的作业环境与降低
由人为因素而导致的损坏。
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认识内存条

• Register DIMM (RDIMM)

• Unbuffered DIMM (UDIMM)

• SODIMM

服务器

台式计算机

笔记本电脑
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什么是 VLP

• 什么是 VLP ?

– VLP DRAM 是一种节省空间的内存条，比标准内存条小 40%。 它相容于
1U设备或任何空间有限应用的嵌入式PC，有助于提高系统的散热能力。
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一般内存 VLP



关于内存条 ( 易损位置 )
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易损位置
(元件破裂, 元件受损, 元件脱落)

 主要损坏因素人为操作失误

易损位置
(元件脱落)
(电路板损伤/刮伤)
(元件硫化)

 主要损坏因素人为操作失误
 插槽或夹具

 环境污染/腐蚀
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示意图，实际情况以实际产品为准。



内存条元件
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MLCC
多层陶瓷电容器

A/R
阵列电阻器

Chip Resistor
片式电阻器

PCB

印刷电路板

EEPROM
带电可擦可编程只读存储器

PMIC (DDR5)
电源管理芯片，此组件仅用于DDR5

RCD (Register CLOCK DRIVER)

寄存器时钟驱动器(寄存器是用于RDIMM

的元件)

DRAM IC

集成电路



内存条操作事项

 本章节将示范并提供处理内存条的正确和错误方法范例. 

 任何可能会导致内存元件受损的操作都应格外小心注意.

 如果由于不正确的操作而导致的受损，则会遵照维修流程准则进行后续评
估. 

 以下信息简要说明了在维修程序准则中与人为损坏相关的规范:

– 因使用者错误操作、滥用、误用、操作疏忽或自行维修而造成瑕疵的产品不属
于 RMA 服务范围，需另外付费.
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内存条操作事项

内存条必须存放在正确的托盘中 一次只操作一个内存条

双手握住内存条两侧

避免直接接触内存芯片
9

• 正确操作



内存条操作事项

空手接触金手指

芯片颗粒

按压金手指抬起内存

条

三点式握法 掉落

弯折或扭曲内存条 按压一侧抬起 同时拿起多个内存条 堆叠内存条
10

• 不当操作
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 范例 : 

 不建议空手碰触金手指，芯片区域.

• 金手指污染
• 指纹残留
• 潜在性元件污染

不 当 操 作
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿扭曲，弯折内存条

• 元件破裂
• 元件脱落
• 锡球破裂
• 电路板破裂 / 弯曲

应力
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿将内存条摔落

• 元件破裂
• 元件脱落
• 元件内部损伤
• 锡球破裂
• 电路板破裂 / 弯曲
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿按压单边抬起内存条

• 单边元件破裂
• 单边元件内部损伤
• 锡球破裂
• 电路板破裂 / 弯曲

应力
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿大量堆叠拿握内存条

• 碰撞伤害
• 元件破裂
• 元件内部损伤
• 锡球破裂
• 电路板破裂 / 弯曲 / 刮伤
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿堆叠内存条

• 碰撞伤害
• 元件破裂
• 元件内部损伤
• 锡球破裂
• 电路板受损 / 刮伤



内存芯片/ FBGA 封装

• 由FBGA封装制程所制作的内存芯片，是内存条组成中非常重要的一
部份，任何不当的外力作用在芯片上都有可能导致芯片受损.

• 锡点上的受损至为重要.

• 大多数的损伤都是无法通过目视确认.
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• 这个范例中同时具备
一个正常的锡球接点 和 一个已经开裂受损的锡球接点.



内存条操作事项 ( FBGA )

• FBGA封装的芯片不应该被用来当作任何受力支点，任何不当的应力
都有可能导致锡球或是芯片本身受到损伤.
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应力 芯片/锡球损伤

锡球破裂
内部损伤



• 任何会导致电路板弯曲或扭曲的不当外力都有可能导致芯片、或其他
元件产生损伤，此类损伤不一定可以被目视所察觉，同时也有可能造
成使用时产生随机性的异常.
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应力

应力

内存条操作事项 ( FBGA )



内存条操作事项 ( 芯片 )

• 内存芯片由于属于较外层的元件，遭受碰撞或应力时都有机会导致元
件破裂或内部损伤，使用时需要特别注意。
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芯片破裂

应力 应力



内存条操作事项 ( 电容 )

• 电容容易受到来自应力或电路板应力造成的损伤，由于组成结构的因
素，电容更容易出现目视无法察觉的细微内部损伤.

• 这一类细微损伤会导致电容在未来的使用过程中出现随机失效，或不
稳定的因素出现，且无法通过常规检测确认破损点，造成判定困难.

• 大多数的损伤原因都来自于
电路板的弯曲和碰撞应力.
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应力

应力
电路板弯折



内存条操作事项 ( 电阻 )

• 电阻很容易因为不当的外部应力而损坏或脱落，尤其是一些使用非常
小的电阻的内存条类型.

• 电阻也容易因为电路板弯曲或遭受不稳定电流而损坏.

• 大多数的损伤来自于
碰撞伤害.
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应力

应力
应力

破裂 或 脱落



ESD (静电伤害)

• 静电放电会对产品产生重大不利影响，例如烧毁，或电路短路，导致
芯片等固态电子元件出现功能性故障.

• 这些电子设备在暴露于高电压时可能会遭受永久性损坏.

• 因此，建议在操作环境中采取静电防护措施，如避免使
用高电荷的材料，以及其他可以有效消除静电影响的措
施，如工作人员使用防护装备接地、提供防静电服装、
控制环境湿度等.

• 这些措施能有助于释放静电
并建立无静电的静电保护环境.

23



ESD (静电伤害)

• 静电防护设备(范例)
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 所有操作人员都建议配戴以下静电防
护类型设备并接地，以避免任何静电
损害.

• 防静电服
• 头套
• 防静电设备
• 防静电鞋
• 防静电手套



ESD (静电伤害)

• 静电防护设备
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 使用防静电设备时，应确认是否连接
接地线以确保安全，避免产品因静电
放电而损坏.



内存条应存放于正确的托盘中 操作时确认托盘盖有完整盖上 双手操作内存条并同时从两侧抬起

. 

(避免直接接触组件)

存放 (正确托盘操作)

• 正确操作

26



27

不 当 操 作

 范例 : 

 请勿斜放或跨越沟槽放置内存条
• 碰撞伤害
• 单边元件破裂
• 单边元件内部损伤
• 电路板受损 / 刮伤
• 无法预期的应力

碰撞伤害
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿一把抓起多只内存条

• 碰撞伤害
• 元件破裂
• 元件内部损伤
• 锡球破裂
• 电路板破裂 / 弯曲 / 刮伤
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿在拿取内存条时直接触碰或按压元件.

• 元件破裂
• 元件内部损伤
• 锡球破裂
• 电路板刮伤
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿使用不合适的托盘

• 碰撞伤害
• 内存条掉落
• 错置碰撞
• 电路板刮伤



正确安装与错误安装方式

请确认系统已经

完整切断电源

确认系统风扇

完全停止
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• 正确操作(初步确认) 



正确安装与错误安装方式

对准卡槽后

保持水平将内存条安装入插槽中

避免金手指区块刮伤或遭受碰撞伤害.

保持水平同时按压内存条两侧

直到正确安装声出现后确认是否完全安装.
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• 正确操作(安装 U/R/VLP DIMM) 



正确安装与错误安装方式

松开插槽卡扣

直到内存条被推出插槽.

确认内存条已被抬起

小心抓取内存条两侧水平取出.
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• 正确操作(卸除 U/R/VLP DIMM) 
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿从任意单边安装内存条进入插槽.

• 碰撞伤害
• 单边元件破裂
• 单边元件内部损伤
• 电路板受损 / 刮伤
• 无法预期的应力
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿反向安装内存条.

• 碰撞伤害
• 元件破裂
• 电路板受损 / 刮伤
• 无法预期的应力
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不 当 操 作

 范例 : 

 请注意是否正确对准插槽.

• 电路板弯折伤害
• 单边元件破裂
• 单边元件内部损伤
• 电路板受损 / 刮伤 / 弯曲
• 无法预期的应力
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不 当 操 作

 范例 : 

 请正确对准卡槽.

• 电路板受损 / 单边弯曲
• 金手指受损
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿使用金属工具按压或敲击内存条.

• 碰撞伤害
• 电路板受损 / 刮伤
• 无法预期的应力

 不正当的按压或敲击内存条
受损模式等同于摔落伤害.
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿一次安装多条内存条.

• 弯折伤害
• 元件内部损伤
• 电路板破裂 / 弯曲
• 无法预期的应力

无法预期的
应力方向



正确安装与错误安装方式

正确对准卡槽. 同时从双边抓取内存条并以约30度角

度正确且轻松插入卡槽，请勿过度施

力. 

实际操作角度由个别插槽决定.

请确认两侧水平且金手指已完全

插入插槽.

同时轻压内存条两侧将内存条固

定入卡扣中.

40

• 正确操作(安装 SODIMM) 
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿由任意单边安装内存条.

• 碰撞伤害
• 单边元件破裂
• 单边元件内部损伤
• 电路板受损 / 刮伤
• 无法预期的应力
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不 当 操 作

 范例 : 

 请确认正确对准卡槽.

• 电路板受损 / 单边弯曲
• 金手指受损
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿在未完全安装时按压内存条.

• 碰撞伤害
• 单边元件破裂
• 单边元件内部损伤
• 电路板受损 / 刮伤
• 无法预期的应力

刮伤

组件伤害

应力
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿在安装过程中直接对元件施加应力.

• 碰撞伤害
• 元件破裂
• 元件内部损伤
• 无法预期的电路板受损
• 无法预期的应力 应力

应力伤害
组件内部损伤
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿过快或过度用力安装内存条.

 特别是大多数有在插槽下方配置元件的平台.

• 碰撞伤害
• 元件破裂
• 元件内部损伤
• 电路板弯曲 / 刮伤
• 无法预期的应力

应力
应力伤害
组件破裂
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不 当 操 作

 范例 : 

 请勿在安装过程中使用任意外部结构，外部应
力，或是任意模块零件压迫内存条.

 内存条并非设计用来压合的零组件.

• 弯折伤害
• 碰撞伤害
• 元件内部损伤
• 电路板破裂 / 弯曲
• 无法预期的应力
• 不必要的元件接触
• 电路短路

应力

应力伤害



结论

• 透过本指南书提供的信息与范例，我们希望使用者能够更清楚的了解不当的
操作方式会如何以不同的方式影响产品的正常运行，并了解其重要性.

• 无论是影响功能还是对内存条造成物理损坏，本指南的目的旨在为使用者提
供更精准的指导，降低因对产品的误解而导致产品损坏的风险. 

• 同时也提供一个有助于控制因不当操作而导致的产品失效风险与评估依据.
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